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SOITEC ENTRE SUR LES MARCHES DE LA TELEPHONIE MOBIL E ET DU WI-FI
AVEC LA PRODUCTION EN VOLUME D’UNE NOUVELLE GENERAT ION DE
PLAQUES SOI HAUTE RESISTIVITE

Bernin, le 16 février 2010 Soitec (Euronext Paris), premier fabricant mohd@plaques de silicium sur
isolant (SOI) et autres substrats innovants usilisé micro-électronique, lance la production e

de sa nouvelle génération de plaques de siliciumisalant (SOI) haute résistivité (HR) et haute
performance pour les marchés en plein essor d&dphonie cellulaire et des communications sans fil
(Wi-Fi). Soitec a récemment été qualifié par plusseclients de premier plan pour fabriquer cesysaq
en grandes quantités et ainsi répondre a leur digream forte croissance. La société a affiné socéoi®
HR-SOI pour stabiliser la résistivité de la plagle base afin de répondre a toutes les spécification
électriques des standards cellulaires.

La migration des téléphones mobiles actuels vessfalactions radio multi-modes et multi-bandes et le
développement des applications sans fil Wi-Fi dbnent a I'adoption de solutions SOI. Comparé aux
technologies concurrentes, le HR-SOI permet uns ghande intégration et programmabilité tout en
réduisant de facon significative le colt des moslURF d'émission réception. Pour le HR-SOI, la
technologie Smart Cut™ de Soitec est utilisée avesubstrat de base haute résistivité, ce qui pedeme
limiter I'absorption de signal sous I'oxyde. Gréceette option « haute résistivité » des plaques I8©
concepteurs de circuits intégrés peuvent atteinldi® niveaux sans précédent d'intégration dans les
circuits RF et analogiques mixtes, permettant adesiéduire par dix I'espace a forte valeur occp@e

ces fonctions RF sur le circuit imprimé.

«Nos moyens de production de plaques HR-SOI soplaee pour répondre a la demande d’'un marché
cellulaire en plein essos, déclare Paul Boudre, Directeur général délg@@0) de Soitec. €ette
nouvelle génération de plaques SOl permettra awncepteurs de circuits intégrés de répondre aux
exigences de performances des applications sans filiibles pertes des plaques RF, isolation élevée,
haute linéarité — sur des circuits intégrés ercailn au cot optimiss.

Les couches haute résistivité peuvent égalementéinbinées a des technologies SOl avancées nitilisa
une couche de silicium supérieure de trés faiblagisépur. Les plaques ainsi obtenues conviennent
parfaitement pour regrouper sur un seul circuitfdestions sans fil et une logique haute vitessasse
consommation, en utilisant une technologie CMOS Sé&idard.

Fabriquées en technologie 200 mm, les plaques HRIEGoitec affichent une résistivité supérieure a
1 kQ.cm et sont disponibles en toute épaisseur. Laégiropose par ailleurs des plaques HR-SOI en
technologie 300 mm pour le marché des systemeguste (System on Chip - SoC) pour des nceuds
technologiques de 90 nm et en-deca.

A propos de Soitec
Soitec est le leader mondial dans la fourniturewdestrats innovants pour I'industrie microélectqur@ de pointe. Le groupe
produit une gamme étendue de matériaux avancesnnant les plaques de silicium sur isolant (SO$gka sur sa technologie
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Smart Cut™, la premiére application a fort voluneecdtte technologie. La technologie SOl appargdiad'hui comme la plate-
forme du futur, ouvrant la voie a la productionpdees plus performantes, plus rapides et plus éciopes.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaqieesilicium sur isolant utilisées mondialemeras®&a Bernin, en France,
ou se trouvent deux unités de production a foriwva, Soitec posséde des bureaux aux Etats-Unispan et a Taiwan, ainsi
qu'un nouveau site de production & Singapour.

Le groupe comporte trois autres divisions : Picadigernational, Tracit Technologies et Concerfiiitar. Picogiga est
spécialisé dans le développement et la fabricateosubstrats innovants, depuis les plaques épésxié semi-conducteurs Ill-V
et les plaques a base de nitrure de gallium (Galgu'aux substrats composés pour la fabricatiatispmsitifs électroniques a
haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit éstiglisé dans la technologie de transfert de cauofieces utilisée dans la
production de substrats innovants destinés auxorsigstemes et aux circuits intégrés de puissairt®,cque dans la technologie
Smart Stacking™ de transfert de circuit pour desiegtions telles que les capteurs d'image eébjrdtion 3D. En décembre
2009, Soitec a acquis 80% de Concentrix Solar,des premiers fournisseurs mondiaux de systemds\ai@iques a
concentration (CPV). Soitec fait ainsi son entigels marché en plein essor de 'industrie solairese positionnant sur la chaine
de valeur au niveau du systeme de production derge solaire.

Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Exir&taeis.

Des informations complémentaires sont disponihledessite Internet www.soitec.fr

Soitec, Smart Cut, Smart Stacking et UNIBOND sesatrdarques déposées de S.O.I.TEC Silicon On losUlathnologies.
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